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Este invento se refiere a composiciones de polfmeros
sintéticos y a métodos para preparar tales materiales. Més
particularmente, el invento se refiere a un procedimiento
para hacer uns solucién de polismida-§cido que comprende
(1) disolver una mezcla de ingredientes que comprende (a)
al menos un dlanhidrido de benzofenona (por ejemplo, dianhi-

. drido 8cido de 2,2%,3,3%=, 2,393 )4 =, 3,3’ 494 ~benzofenona

tetracarboxflico), (b) al menos una diamina elegida del gru-
po que comprende la m-fenilendiamina, y dieminas que tienen

la f8rmula:

en la gue R ¢s un radical d.ivalente elegido del punto con=-
sistente en alcohileno Cy 5 , '&_ y O~y § s ¥ (¢) un adi-
tivo elegido del grupo consistente en (i) 'um. sal amfnica de
un &cido monocarboxflico alifético saturado que tiene de 1
a 5 &tomos de carbono, (ii) una sal ambnica de un fcido mo-
nocarbox{lico sromatico, y (iii) un 8cido orghnico fuerte,
en un disolvente anhidro elegido del grupo que consiste en
mezclas de cresol-fenol y cresol, y (2) dejar que los reac~
tivos reaccionen entre sf a una temperatura inferior a 402C,
por ejemplo, desde 202C hasta temperaturas ambientes, tales
como 25 a 302C, para rprmar la poliamida~fcido sustancialmen-
te libre de cuelesquiera grupos poliimida derivados de la



300

35~

4'50"'

50e-

poliamida &cido.
La Patente norteamericana N2. 3.179.614 expedida el
29 de Abril de 1.965 describe una clase de resinas que com~
prenden resinas de poliamida~&cido que son preparadas gene-
ralmente por la reaccisn de un diesnhidrido de un fcido te-
trabarcoxflico con varias disminas, El dianhidrido mfs am-
plismente usado es el dianhidrido piromelitico, aungue esta
Patente describe otros varios disnhidridos. De acuerde con
esta Patente, el dianhidrido y la diamina son hechos reac-
clonar en presencia de un nfimero de disolventes orgénicos

citados para los reactivos y la amida-&cido polimero inter-

- medis. Adem8s, esta Patente, enuncia la necesidad de emplear

disolventes pars la reacclién gue son relativamente costosos
¥y que no estén disponibles fécilmente.

81 se usa cresol como disolvente en la preperaciln de
una poliemida-8cido a partir de un dlanhidrido tal como
dianhidrido de benzofenona y una diamina, la mescla debe
calentarse a uns temperatura elevads de, por ejemplo, 100w
1602C para hacer reacclonar el dianhidrido y la diamina, ya
que los productos de reacciln no son solubles en este disol-
vente a temperatura ambiente. Serfa desesble formar tal po-
liamida~fcido en un disolvente de cresol si el polimero per-
maneci$ soluble a temperatura ambiente y mostrd una baja
viscosidad en solucibn para permitir el uso de la solucibn
con fines de recubrimiento. Despuds de dar forma o recubrir
un sustrato, la poliamida-fcido se convertirfs fécilmente
a la forma de poliimida por medios quimicos o térmicos para
dsxr productos que tienen una resistencia excelente a los
disolventes y resistencia a fluir a temperaturas elevadas.

Inesperadanente se ha descublerto que es posible pre-
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parar tales resinas solubles de poliamida~fcido en disol-
ventes anhidros de los distintos crescles, por ejemplo,
orto-, meta~, y para=cresol, y mezclas de crescl-fenol sin
necesidad de usar calor, gque muestran uns baja viscosidad
en soluciln y que estén sustancialmente libres de cuales—
quiera grupcs poliimida. El cresol disponible comercislmen-
te a partir del alquitrén de hulla es una mezcls de iséme-
ros, liquida a temperatura asmbiente y que es un disolvente
idesl para nuestro procedimiento. La gama para las mezclas
de cresol-fenol puede variarse ampliamente hasta sproxima-
damente 75% de fenol en dichas mezclas. Y 1o que es igual-
nente importante, es posible utilizar tal disolvente rela-
tiveamente barato para hacer la resina de polianida-&cido en
solucifn y para llevar a cabo la reaccién rfpidamente a tem-
peratura ambiente por la adicién del aditivo antes menciona-
do. La solubilidad y la baje viscosidad en solucién del sis-
tema adisivo polimero tiene como resultado una capacidad me-
jorada para impregnar materiales porosos, el mhs ffcil recu-
brimiento de alambres por medio de hileras, etc., con un
contenido de sblidos elevado.

Los anteriores resultados eran enteramente inesperados
y en ningfin medo podfan predecirse porque se hab{a creido que
se debia observar un ciclo de calentamiento cuidadosamente
controlado con el sistema disolvente de cresol en la fabri-
cacién de la resina de poliamida~fcido ya que la resina es
insoluble en tal disolvente a temperatura ambiente.

Se ha descubierto inesperadamente gue la poliamida-fci-
do permsnece soluble en un disolvente de cresol o cresol-Lfew
nol, ineluso a temperatura ambiente, y tiene una baja visco-

sidad en solucién si incorporsmos en el disolvente como adi-
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tivo wna sal sménica de un 8cido alifftico nonocarboxilicoo

que tiene de 1 a 5 Atomos de carbono, de la férmula NH4-O-6-R,

en la que R es wun radical hidrocarbonado monovalente, por
ejemplo, formiato aménico, acetato aménico, propionato amé-
nico, butirato ambnico, o valerianato ambnico, o una sal amé-
nica de un fcido monocarboxflico sromltico tal como bensoato
ambnico, o toluato embnico. Tal aditivo puede incorporarse
tembién por su preparacidén como una parte integral del proce-
dimiento o por la adicidn de sus partes componentes en el di-
solvente.

Se ha encontrado, también inesperadamente, que se obtie-

- nen similares resultados beneficiosos cuando se incorporea en

ol disolvente como aditivo un &cido orgénico fuerte que es so-
luble en el disolvente y que tiene una constante de disocie~
¢idn de al menos 5x10"2 medids en un sistema acuoso, tal como
fcido metano sulfbnico, &cido tricloroacético, etc. Por ejem-
plo, se ha hallado que por adiciém de 0,5 a 2,5 moles de dicha
sal aménica o &cido orglnico fuerte a un mol del diasnhidrido,
se puede sumentar la miscibilided de la polismid-fcido forma-
da con el disolvente de cresol o cresol-fenol obteniéndose por
tanto una solucifén homogénea, transparente, sin que se afecte
perjudicialmente la cepacidad de uso de tales soluciones para
los fines proyectados.

Es asimismo importante que se emplee dianhidrido de ben~
zofenona con la dismina a fin de obtener los resultados fina-
les deseados antes mencionados. 81 en vez de emplear estos
dieanhidridos se usa dianhidrido piromelftico (que es el dian-
hidrido preferido en la Patente norteamericana antes mencio-
nada N2, 3,179.614) con el aditivo anterior en un disolvente

de cresol o cresol-fenol, los reactivos no son solubles en la



mezcla antes mencionada y precipitan, o el producto de reac-
¢ién no da uwna solucién de recubrimiento deseable.
Para llevar a cabo la reaccibn, es prérerible afiadir
la dismina sl dianhidrido y el aditivo disueltos em el disol-
120.,~ vente de cresol o cresol-fenol y dejar que la iezcla repose
ventajosamente con agitaciln a temperatura smbiente, emplean-
do refrigeracidn si fuese necesario para mantener la tenpera-'
tura de la mezcla por debajo de 4020 para 1npedi£ la forme=
cién de poliimida. E1l uso de un procedimiento continuo para
125,- fabricar estas poliamidas-8cido es especialmenté ayudado por
el uso del gditivo em el disolvente para aprovechar la solu=— .
bilidad de los reactivos y de la poliamida-fcido intermedia
en el disolvente y el bajo costo del mismo.
Se ha encontrado que varias diaminas son itiles paxa
130,~ reaccionar con los dianhidridos anteriormente descritos. De
los distintos diaminobencencs, la m-fenilendiamina dard poli-
meros con los anhidridos carbonilftélicos que son solubles
en los disolventes fendlicos. De las distintas diaminas bi-
nucleares, aquellas diaminas .en las cuales un grupo amino es-
135,~ +t4 en cada uno de los grupos fenilo, y los grupos fenilo es-
tén separados por un radical alcohileno, carbonilo, oxigemo .
o sulfonilo, darfn productos poliméricos con los disphidri-
dos que son solubles en el disclvente fendlico. Ejemplos ti-
picos de tales disminas son las distintss orto-, meta= y P~
140,~ ra=-oxidianilinas isémeras, por ejemplo, 2,2’=oxidisnilina
3,3’=0oxidianiline; 4,4°-oxidianilina; 2,3’~oxidisnilina; 2,4’=
oxidianilina; 3,4°-oxidianilina, etc.; las alcohilendianili-
nas, especialmente aquellas en las cuales el grupé alcohile-
no tiene de 1 a 3 &tomos de carbono, por ejemplo, metilendia-

145,~ nilina, etilidendisnilina, etilendianilina, propilidendisni-
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lina, propilendienilina, etc., con inclugién de los distintos
igémeros orto-, meta-, ¥y para-, de las mismas, los.distintos
igbmeros orto-, meta- y pars~, de la dismino-benzofenona, ¥y
los distintos isémeros orto-, meta- y para-, de la sulfonil-

150,~ disnilina. De estas diaminas, las més fécilmente disponibles
son la m-fenilendiamine (m~PDA), la 4,4’—oxidianilins (ODA),
la 4,4’=metilendianilina (MDA), y le& 4,4’=sulfonil~dianili-
nae

Lga temperatura inicial, sntes de la adicibm de la diami~

155, na deberd ser sproximsdamente igual o inferior a la tempers-
tura ambiente.

Deapués de la adiciln de la dismina, la temperatura as-
ciende normalmente de 10 a 152C, debido al hecho de que la
reaccifn es exotérmica. A estas temperaturas, la reaccifn de

160.- adicidén para formar la poliamida~fcido se complets usualmen—
te al cabo de unos 30 minutos a 1 hora, como se observe por
el aumento en la viscosidad en la mescla de reaccifn. La reac-
cifn de ciclizacibn para formar las imidas poliméricas tiene
lugar ventajozamente a una temperatura de aproximademente

165.= 125-30020 para formar una pelfcula flexible y transparente
cuando es vertida sobre un sustrato de vidrio. Al splicar re-
cubrimientos o depositar pelfculas a partir de solucifén, las
temperaturas ussdas para eliminar el disolvente deben elevar-
se gradualmente para obtener recubrimientos y pelfculas li-

170,~ sos.

De los distintos dianhidridos, el preferido y més fé-
cilmente disponible es el dianhidride del fcido 3,3”,4,4 =
benzofenona tetracexrboxflico. Estos enhidrides pueden fabri-
carse en la forma descrita en la Patente norteamericana nf-

175.~ mero 3,078,279, de MoCraken y col.
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. Para la formacifn.-de los productos poliméricos, sola-

mente se requiere mezclar uno ¢ mfis de los dlsnhidridos con
una o mfs de las aminas antes mencionadas y con uno de los

editivos antes citados, en presencia de un disolvente lfigui-
do de cresol o cresol-fenol; entrarén en solucién répidamenw

te y se verf que reaccicnan en un corto perfodo de tiempo

. para producir una solucidén de emida~fcide polimérica que per-

menece liquida y homogénea a temperatura ambiente. Este po-
1{mero tiene usualmente una viscosidad intrinseca de 0,18

& 0,30 a temperatura ambiente, medida en el disolvente usa~
do para hacer la polismida fcido. Si se desea, puede usarse
una atmbsfera inerte, por ejemplo, nitrbgeno, en el recipien-
e de reaccidn para retrasar la oxidacién de las aminas a
fin de producir polfimeros de color més claro. Pueden usarse
nonosminas tales como anilina, p-~bifenilamina, bencilamina,
o snhidridos de un &cido dicarboxflice tal como anmhidrido
ft8lico o snhidrido meleico u otros materiales reactivos,
con las aminas o fcidos carboxflicos para interrumpir la ca-
dena o modificar los polimeros. Estos pueden afiadirse al
principio, durante o a1l final de la reac;.ci6n de formacién
del polfimero, y pueden usarse para reaccionar con cualquier
ligero exceso de la diamina ¢ el dianhidrido usados iniciale
mente,

La cantidad de disolvente usada debe ser suficliente pa~
ra producir uns solucién homogénea con los reactivos y el
polismide~fcido, y sin embargo no ser demasiado viscosa a
f£in de no causar problemas de manejo. Si se utllliza demasia.
do disolvente, se reducen las ventajas de coste sobre los
otros disolventes més caros. Las concentraciones Sptimas es-

tn en la gema de 5-40% en peso de polimero, y 60-95% en pe-
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so de mezcla disolvente, basados en el uso final.

A £in de que los expertos en la técnica puedan compren-
der mejor como puede ser puesto en prictica el invento, los
siguientes ejemplos se dan a modo de ilustracién y no con
fines limitativos. Todos los porcentajes son en peso, excep-
to los indicados de otra forma. Se mentuvieron condiciones
anbidras en todo momento.

EJEMPLO I

En este ejemplo se pesaron 0,733 grs. de acetato amd-

nico de calided para reactivos, el aditivo, en un matrasz

seco y se ailadieron 9,352 grs. de una solucién al 17% en

+ peso de dianhidrido de benzofenona (BPDA) en cresol seco.

La mezcla se calentd ligeramente para acelerar la disolucién
de la sal, y se enfrid luego a temperatura ambiente. Se afia~
dieron a la mezcla 5,909 grs. de metilendianilina (MDA) al
16,7% en peso en cresol y la mezcla se agité con un agita
dor magnético en el matraz taponado en presencia de una at~
nmdsfera de nitrfgeno anhidro. No se observd precipitado de
ninguna clase. La elevacifn exotérmica de la temperatura
se controld para mantenerla por debajo de aproximsdamente
402C durante un perfocdo de 1 hora, produciéndose una solu-
cibén de poliamide~fcido viscosa-transparente, de color sma=
rillo pélido, sustancialmente libre de grupos poliimida.
Una muestra de ests solucibén se vertld sobre un sustrato
de vidrio y se calentd durante 2 min. a 2502C para dar uns
pelicula de poliimida insoluble, flexible y tenaz.
EJEMPIOS 2~9

En estos ejemplos, se siguid el mismo proceso que en

el ejemplo 1, para formar soluciones de polismida-fcidos.

Nuevanente se tuvo cuidado de contrsrrestar la formacién
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de calor en la reaccidn y para mantener la temyerafufa tan
préxima a la temperatura smbiente (aproximadsmente 23-289C)
como fué posible. En el ejemplo 8 se empled dianhidrido pi-
romelftico (PMDA) en lugar de BFDA y en 81 se muestra la
dificultad de usar el FMDA en lugar de BPDA en el disolvenw
te aditivo-fenblico como se evidencia por el hecho de gue
la reaccidn de la pollamida-fcido inﬁermedia.produce preci-
pitado, no produciéndose por tanto una solubilizaciln efi-
caz a temperabura ambiente. La siguiente Table I muestra los
ingredientes y las proporciones usadas de los mismos, ¥y la
clase de la peliculs que se derivd por vertido de la solu~
cibn de resina intermedis sobre un sustrato de vidrio du-
rante aproximadamente 2 min, a una temperabura de 2502C pa~
ra volatilizar el disolvente y para formar el producto final
de poliimida. Los ejemplos 2, 6, 7 ¥y 8 emplean metafenilen~
diaminra (m~PDA). Los ejemplos 3 y 4 emplean metilendianili-
na (MDA), mientras que los ejemplos 5y 9 emplesn oxidis-
nilina (ODA). Se observarf que la pelicula formada en el
ejemplo 6 era tenas e insoluble, pero no ten flexible como
la pelicula de los ejemplos 2~5. En el ejemplo 7, se obtu-
vo une solucién tramsparente, pero no se vertid subsiguien-
temente pelicula sobre un sustrato de vidrio. En el ejemplo
9, el disolvente fué una mezcla de 65% de fenol y 35% de

cresol, mientras que se empled cresol en los ejemplos 1-8.
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TABLA
A B [+] Relacibén molar
Aditivo Dianhidrido Diaming A/B/C
Benzoato BPDA n-PDA 2/1/1,03
aménico
Benzoato BPDA MDA, 2/1/1,03
aménico
Acetato BPDA MDA 1,9/1/1,01
ambnico
Acetato BPDA ODA 1,5/1/1,05
ambnico
Formiato BPDA n-FDA - 2/1/1,03
ambnico
Valerfsnato BPDA m=~PDA 1,5/1/1,5
aménico
Benzoato PMDA m=-PDA 1,5/1/1,03
sménico
Benzoato BPDA ODA 1/1/1,04
ambnico
% en peso de Solubilizacidn
polimero en efectiva a tem-
golucidén li- peratura ambien- Pelicula
bre de sal te. curada
20,0 8l Flexible
17,0 si Flexible
16,9 si Flexible
16,9 si Flexible
20,0 sl no flexible
20,0 si no se vertid
pelicula
20,0 no —
20,0 8l Flexible
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EJEMPIO 10
En este ejemplo se afiadieron 0,365 grs. de benzoato
ambénico sblido, el aditivo, & una solucidn de 10,138 grs.
de BPDA al 17% en peso en cresol., La mezcla se calentd lige~

. ramente para disolver la sal y se sfadid una solucién en cre-

sol de 6,368 grs. de MDA al 16,7% en peso. La mezcla se agle
t6 bien y se la dejd reposar a temperatura ambiente. lLas re-
laciones molares de ingredientes en esta ebapa fueron sal/-
EPDA/MDA = 0,49/1,0/1,01. Después de 2 horas no se habia for-
mado precipitado, pero al cabo de 16 horas la msa completa
era un s8lido céreo, Se sfiadieron 0,16 gra. mis de MDA en

" ecresol al 16,7% en peso para ajustar la estequiometrfa de los

monémercs al 3% de diamina en exceso, y se ailadieron otros
0,38 gra. de benzoato aménico sfludo al matraz para ajustar
la relaciln molar de sal/BFDA a 1/1. El benzoato ambnico sb-
lido que se enconbtraba sobre la superficie del material céreo
empez8 a solubilizar la pasta subyacente y despuds de aproxi-
madamente medis hora, la masa completa se habfa transformsdo
en una solucién homogénea, moderadamente viscosa. Se vertid
una muestra de esta solucidén sobre un sustrato de vidrio ¥y
se calentd durante 2 min, a 2502C para dar una pelicula de
poliimida tenasz, flexible e insoluble.

EJEMPIOS 11=13

En estos ejemplos, ia.s soluciones de poliemida-8cido se
hicieron de acuerdo con el procedimiento del ejemplo 1, pero
con m~-FPDA como diamina y benzoato amdnico como aditivo. Las
cantidades de material, sus relaciones molares y susviscosi-
dsdes en soluciln despuds de almacenaje de las soluciones
durante varios dias a temperatura ambiente se dan en la Tabla

2.
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TABLA 2
A B (v
Benzoato amb~- ,
Elemplo nico (g) BPDA (g) u~-PDA (&)
11 0,831 1,863 0,642
12 1,274 1,958 0,676
13 1,689 1,970 0,676
Viscosidad en
solucidn
Relacidn molar 2590
Ejemplo Cresol (g) A/B/C (centistoques)
11 10402 1/1/1,03 12,850
12 10453 1,51/1/1,03 1,256
13 10,458 1,99/1/1,023 0,618

Después de reposar, a temperatura smbiente durante 3
dfss, no se hgbia formado precipitado de ninguna clase en
ninguna de las soluciones. Las tres soluciones dieron pell-
culas tenaces, flexibles e insolubles cuasndo se curaron 2
min. a 2508C,

EJEMPLO 14

En este ejemplo se aiiadieron 4,8853 grs. de fcido ben-
zolco de calidad para reactivos a un matraz de 10 ml. ILuego
se hizo burbujear amonfaco gaseoso seco a través del Acido
benzoico, dando como resultado una reaccidn exotérmics que
formé benzoato ambnico. Después de aproximadamente 15 min,
de burbujeo con amoniaco, el matraz comenzd a enfriarse. En
este momento se pesd el matraz, y se encontrd que el conte-

nido hsbia aumentado de peso a 5,5390 grs. indicando gue la

reaccidn para formar benzoato amdnico se habia completado en -



un 99,5%. Entonces se sfiadieron sl matraz 6,444 grs. de
BFDA y 20 grs. sproximadamente de cresol seco que habia si-
do previamente destilado. El contenido del matraz fué ca=-
lentado suavemente con agitacifn hasta que se formd una so-
3550~ lueiln transparente amarillo pélido. Despuds de gque se hubo
enfriado el matraz a temperaturs ambiente se afiadieron 2,2268
grs. de m~-FDA disueltos en cresol seco para formar una 50—
lucidn ligeramente viscosa, transparente, de poliamide-fci-
do. El peso total de cresol en esta soluciln finel fub de
360e= 34,7 grs. La relacibn molar de aditivo/diamhidrido/diamins
fué de 2/1/1,03. Un sustrato de vidrio recubierto con la so-
lucifn y calentado a 25020 durente 4 min. produjo una peli-
cula ds poliimida flexible y transparente.
EJEMPTOS 1518
2365¢= En los ejemplos 15-17 el dianhidrido y la dlamina se
sfisdieron a disolventes de cresol separados y se dejd en-
Iriar a temperatura ambiente. En los ejemplos 15 y 16 el
aditivo, un fcido orgénico fuerte como se describil antes,
se afiadil a la solucidn de dianhidrido, mientras que en el
370.~ ejemplo 17 el agente de control se sfiadi$ a la solucién de
diamins. La solucién de diamina se afiadid luego a la solu-
cifn de dianhidrido. En el ejemplo 15 se empled tembién una
atmésfera de nitrfgeno anhidro. Se vertid una muestra de
cada aoluciln sobre un sustrato de vidrio y se calentd du-
375,- rante 2 min. a 25020 para obtener uns pelficula de poliimi-
da tenaz, flexible e insoluble. En el ejemplo 18 la mezcla
disolvente tenfa una composicién de 65% de fenol y 35% de
cresol. Se vertid una muestra de la solucién del ejemplo
18 sobre un sustrato de vidrio y se calentd durante 4 min,
380.,= @& 2502C para obtener una pelicula de poliimida tenaz, fle-
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xible e insoluble. La Tgbla 3 muestra los materiales y

gus relaciones molares.

TABLA 3
A B .6 Relacién molax
E 10 Aditivo Disnhidrido Diaming A/B/C
15 Acido metano  EBPDA m-PDA 2/1/1,08
sulfénico
16 Acido triclo  BPDA m~PDA 2,5/1/1,02
roacético
17 Acido triclg  BPDA m~-PDA 2,5/1/1,02
roacéitico
18 Acido trielo  BPFDA ODA 2,09/1/1,04
roacético

% en peso de Solubilizacibn
s8lidos refe. efectiva a tem-

al peso de peratura ambien= Pelicule

Ejemplo aditivos te curada
15 20 sl Flexible
16 20 sl Flexible
17 20 sl Flexible
18 20 si Flexible

Aunque la utilidad de las soluciones polfmeras del
pr'esente invento se ha descrito en lo que antecede prin- »
cipslmente con fines de aplicaciones como pelfculas fle-
xibles, debe comprenderse que estos polimeros pueden usar-
se en otras aplicaciones adecuadas para tales composicio-
nes. Asf, estas resinas de poliamida~fcido pueden conver—
tirse en poliimidas y emplearse como aislamiento sobre un
nficleo conductor. Adicionalmente, estas poliimidas pueden
emplearse sobre un nficleo conductor, recubierto previamen-

te con otro polfimero, o viceversa, para dar recubrimientos
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aislados, estratificados sobre el alambre a fin de mejorar
las propiedades del sislamiento. Pueden usarse también co-
mo barnices de inmersién para impregnar bobinas de alambre
previamente aislado, es decir, en los rotores o inductores
de motores y generadores. Estas resinas pueden usarse asi-
nismo en composicliones de polvo de moldeo por mezclado con
diversas cargas, por ejemplo, hariﬁa de madera, tierra de
diatomfceas, carbones, silice, granos sbrasivos, por ejem=
plo,'carborundo; polvo de dismente, etc. Estos polimeros se
usen también en la preparacidén de fibres, como impregnantes,
¥ materizles de unidn para estretificados metélicos y fibro-
sos, etc. Los polimeros en forme de pelicula son adecuados
como disléctrico en la fabricecidn de condensadores y como
alslante de ranuras de motores.

Se ha encontrado gque de acuerdo con el procedimiento
aquf descrito, es posible sintetizar poliamida~-fcidos come-
pletamente aromfticoe en sistema fendlico-aditivos baratos
sin recurrir a ningfin calentamiento. Este simple procedi-
miento directo permite la preparascidn de soluciones de re-
cubrimiento que se preparan fécilmente, y en las cuales pue-
de ajustarse flocilmente la viscosidad del disolvente a Vo=
luntad para control por variaciln en la cantidad del aditi-
vo ¥y permitir por tento una mayor flexibilidsd en la apli-
cacifn a superficies de vidrio y metal. Como no se requie~
re calentamiento sustancialmente, puede aplicarse una téc-
nica muy simple de mezclado para producir una solucidn po-
1{mera utilizable para aglomerar fibras de vidrio, para fa-
bricgr estratificados ¥ para recubrir sustratos metélicos

utilizables como peliculas electricas y térmicemente als-
lanbtes,
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Los puntos de invencién propia y nueva que se presen—

HOT Ao

tan p;ara que sean objeto de esta Patente de Invencifn en
Egpaiia, por veinte afos, son los sigulentes:

12,~ Un procedimiento de fabricacifn de uns solucién
de poliemida &cido que comprende (1) disolver una megzcla
de ingredientes gue consisten en (a) al menos wn dianhidri-
do de benzofenona, (b) mefenilendiamina o una dismina que
tiene la férmula:

BN NE,

0 una mszcla de las mismas, en la gque R 63 un alcohileno
01_3, =Cmy =0my & —g—, y (¢) un aditivo, siendo dicho sdi~
tivo (i) une sal emfnica de un &cido monocarboxflico alifé-
tico saturado que tiene de 1~5 &tomos de carbono, (ii) una
sal amfnica de un &cido monocarboxf{lico aromftico, o (iii)
un &cido orgénico fuerte, en cresol o mezclas de cresol-fe-
nol, ¥y (2) dejsr que los reactivos reaccionen entre si a
una temperatura inferior a 40%C para formar la polismida-
fcido sustencialmente libre de cualquier resina de poliimi-
dse

22,~ Un procedimiento seglin el punto 12, en el cual la
diaminag es m~fenilendiamina, 4,4°-metilendiamina, o 4,4°-
oxidianilina.

32,= Un procedimiento segfn los puntos 12 § 22, en el
cual el dienhidrido de benzofenona es dianhidrido del &cido

3,3", &4,4’~benzofenona tetracarboxilico.
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42,~ Un procedimiento seghn cualquiera de los puntos
12-32, en el cual el aditive es foido metanc-sulfénico,
fcido triclorroacético, acetato aménico o benzoato amfni-
co.

5%~ “UN PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE UNA SOLUCION
DE POLTAMIDA~ACIDO®, todo tal y conforme se describe en

la presente memoria, la cual consta de 477 lfineas.

Y

azsta] 18 AR, 1967
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